DE3047884A1: 

The application discusses using an ink jet printer for applying metal coating, lacquer, or 
etching fluid to a printed circuit to achieve a high production rate. 
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Patentansp ruche . < 

s \ 

MJ Vorrichtung zur automatisierbaren Bearbeitung in d<p 
Sjalbleitertechnologie, z. B. von Leiterplatten, insbe- 
5 sondere zum Aufbringen von Strukturen auch metallisch^r 
Natur, Abdecklacken, itzmittel, Flufl- und LStmittel, 
d a d u r c h ge kennzeichnet , dafi ein 
an sich bekanntes Schreibwerk eines Tintendrucker^ An- 
wendung findet, das in x- und y-Richtung und erforderj 
10 lichenfalis auch in z-Richtung beweglich ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ; g el- 
ken-nzeichnet, dafi der Schreibkopf dfs,. j: 
Schreibwerkes aus Edelstahl besteht und beheizbar ist j. 

15 ■ j j 

3 . Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch g e.j - 
ken n z e i c h n e t , dafi die Leiterplatten: er-i 
vSrmt sind. 

i 

20 4. Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch . g ej - 
kennzeichnet , dafi ein Schreibwerk mit j 
mehreren Schreibkopf en Verwendung findet, -wobei jederj 
Kopf eine andere Funktion haben kann. \ . | 

- * • ■ i 

25 5. Vorrichtung nach Anspruch 1, .dadurch :■ g'-ej - 
kennzeichnet, dafi mit dem Schreibwerk ! 
metallorganische Verbindungen verspritst und an- \ 
schliefiend durch Warme zersetzt werden und dadurch 
aietallische Leiterbahnen entstehen. ; 

< i 
I 

.... ! 
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5 Vorrichtung zur automatisierbaren Bearbeitung in der 
Halbleitertechnologie, z. B. von Leiterplatten. 

Die Erf indung betrifft eine Vorrichtung zur automatisier4 
baren Bearbeitung in der Halbleitertechnologie, z. B. 

10 von Leiterplatten, insbesondere zum Aufbringen von 
Strukturen auch metallischer Natur, Abdecklacken, Atz- 
mittel, FluB- und Lotmittel. Bei der Erwahnung -von Halb- ; 
leitertechnologie ist auch an die Bearbeitung von 
Substraten jeglicher Art, z. B. Keraiaik, Glas oder auch 

15 Silizium-Wafer und Chips gedacht. 

I 

! t 
) 

In der Leiterplattenf ertigung sind verschiedene Her- 
stellungsverfahren ublich. Dazu zahlt unter anderem die 
Fotoatztechnik, wobei die Leiterplatten bereits kaschiert 

20 sein konnen (z. B, mit Kupfer) oder bei denen diese 

Kupf erschicht galvanisch oder chemisch aufgebracht vird. | 
Anschliefiend erfolgt die Belackung mit einem licht- 
empfindlichen Lack, oder das Aufbringen von lichtempf ind-r 
lichen Resistfolien, dann die Belichtung iiber Masken und. 

25 eventuell Enirwickeln der belichteten Partien, ferner das ; 
Abspiilen des unbelichteten Lackes und die Atzung der un--; 
belichteten Kupferpartien, dann das Abspiilen des Atz- 
ruckstandes, das Abstrippen des belichteten Lackes und 
schlieGlich das Lotpunktsetzen.. Dieses Verfahren umfaSt 

30 deianach mehrere aufv;endige und zeitraubende Verf ahrens- 
schritte. Im Zuge der fortlaufend erhohten Fertigungsge- : . 
schwindigkeiten und zur Vereinfachung der Produktions- 
schritte muC deshalb nach neuen Fertigungsverfahren ge- ; 
Gucht werden. 

35 • 

Der Erf indung liegt die Aufgabe zugrunde, die eingangs- 

genannte Vorrichtung zu realisieren, urn eine Verein- 
Wed 1 Plr/17.12.1980 
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fachung des gesaiaten Verfahrens, eine Bescnleunigung der 

Produktion, eine Flexibility im Verf ahren beztigli^h der 
Leiterplattenherstellung und der Materialien, ferner 
eine. Miniaturisierung der Leiterbahnen und nicht zijiletzt 
5 eine Materialeinsparung zu erreichen. Das Verfahreii soil 
auBerdem uraweltfreundlich sein. Diese Aufgabe yirdj da- 
durch erreicht, dafi ein an sich bekanntes Schreibw^rk 
eines Tintendruckers Anwendung findet, das in x- u£id 
y-Richtung und erf orderlichenf alls auch in z-R|Lchtjing 
10 beweglich ist. Es ist selbstverstandlich moglich, da0 
das Scnreibwerk fest angeordnet und die zu bearbeitenden 
Leiterplatten bewegt vierden. 

i i 

Unter einem im Sinne der Erf indung verv/endeten Tin^en- 
15 strahldrucker soil im folgenden ein an sich zup Schnell- 
drucken auf Papier mittels computergesteuerter. Schreib- 
stationen (sogenannten Terminals) entvjickeltesj Druckge- 
rat verstanden werden. Eine Ubersicht Uber die ( bisher 
entwickelten Typen, inren Aufbau und ihre Arbe.itsv*eise 
20 findet man in der "Siemens-Zeitschrift" 51. Jahrgang, 
Heft 4, Seiten 219 bis 221 vom April 1977. j 

! j 
j i 

Abgesehen davon, daS eine Vorrichtung nach dei[ Erfindung 
die in der Aufgabe f estgehaltenen Anforderungepi etfullt, 
25 itfird mit einer entsprechenden Vorrichtxang erreicht, da3 
die Leiterbahndicken in verschieden beanspruciiten j Be- 

■ • ■ ■ ' . i j 

reichen variiert verden konnen. 

■ • ■ . • ! 

Nach einer tfeiterbildung der Erfindung besteht der 
30 Schreibkopf des Schreibwerkes eras Edelstahl und ist be- 
heizbar. Mit einen derartigen Schreibwerk konrien auch 

• " • ■ • ■ i ! 

Metalle in flussiger Form aufgespritzt werden ? Aufierdem 
kann die Viskositat eines flussigen Mediums durchjdie 
Konstanthaltung der Schreibkopf temperatur. gesichert v/er- 
35 den* Hit einem entsprechend ausgebildeten Schreibkopf 
ias3en sich z*. B. f einste Lotpunktc setzen. In Frage 
kommen vorzugsveise Lote mit Schmelzpunkten vbn 
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,Ga; ^60^ v i^^50^G . Die Piezokeramik ;des Schreibkopf es halt \ 
sblcheri: T . * - ' " . 

Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung sind die; 
5 Leiterplatten erwarmt. Der Vorteil einer derartigen Aus-j j 
bildung besteht in einer schnellen Aushartung von Lacken, 
der raschen Verdampfung der Losungsmittel fiir die metallr j 
organischen Verbindung und einer grofieren Haftung der 
aufgebrachten Leiterbahnen. AuBerdem gewahrleistet eine 
10 erwarmt e Leiterplatte eine gute Benetzung bei der Auf- 
bringung von Lot, 

I 

Un eine Vorrichtung nach der Erfindung moglichst umfassehd j 
einzusetzen, kann nach der Erfindung ein Schreibvjerk nit; 

15 mehreren Schreibkopf en Verwendung finden, v/obei jeder 
Kopf eine andere Funktion hat. Dadurch v/ird eine be- 
sonders rationelle Fertigung gewihrleistet, weil bei- 
spielsv/eise ein Kopf die Leiterbahn schreibt, ein ueiterer 
Kopf die vorgesehenen Kontaktstellen nit FluGnittel be- ; 

20 sprtiht und ein dritter Kopf die Lbtpunkte setzt. In- * 

zv/ischen konnen die Bauteile automatisch bestiickt werden j 
und anschlieflend niit einem weiteren Kopf verlotet werderi. 
Daraufhin kann ein weiterer Kopf die fertigen, mit. Bau- : 
teilen bestiickten Leiterbahnen oder die gesamten Leiter-i 

25 platten mit einem Schutzlack versehen. | 

Im Rahmen der Erf indung konnen mit einem Schreibwerk auch 
metallorganische Verbindungen verspritzt werden. Dadurch! j 
bietet sich die Moglichkeit durch Verspritzen von netalli- 

30 organischen Losungen (z. B. kupferorganische Verbindungen) j 
auf die noch nicht metallisierte Leiterplatte die vorge-: 
sehenen Leiterbahnen direkt aufzubringen. Kittels eines 
nachgeschalteten rechnergesteuerten Laserstrahls konnen 
die Leiterbahnen ausgeheilt und damit ihr elektrischer 

35 Wider stand reduziert w.erden. i 

. Die freie Prograznnierbarkeit des Schreibwerkes gestattet 
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ferner eine rechnergesteuerte Auslegung der Form d'er ' 

Leiterbahnen, sowie (durch Hintereinanderschalten mehrerer 
Schreibwerke) das Aufbringen der Leiterbahnen, das Auf- 
bringen von FluSmittel sowie das Aufbringen von Lot- ; 
5 punkten (beheizter Schreibkopf ) und das Einloten von I 
Bauteilen in einem Arbeitsgang. 

Die Erfindung bietet deshalb vesentliche Vorteile gegen- 
liber der bisherigen, sehr zeitraubenden Methode, die ! 
10 Leiterbahnen in vielen aufeinanderfolgenden Prozefl- 
schritten herzustellen. 

• ; I 

Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht darin, dafl j 
die Zusammensetzung des Lotes, z. B. SnPb, nicht vari:Lert. 
15 Im Gegensatz hierzu kann ein galvanisches Bad an einer 
Komponente verarmen, 

Ein weiterer Vorteil ist durch die Materialeinsparungl 
begrtindet, in dem keine galvanisch aufgebrachte Metalii- 
20 sierung abgeatzt werden muS. 

Zum Korrosionsschutz konnen die bestiickten Leiterbahnen 
in der oben beschriebenen Weise mit einem durch ein 
Schrelbverk verspritzten Schutzlack bedeckt verden. j 

25 ! | 

Die Erfindung ist nicht auf das. beschriebene Ausfiihruhgs- 
beispiel bezttglich der Leiterplattenherstellung be- 
schrankt, sonderri kann selbstverstandlich auch beim Ein- 
setzen von elektrischen Bauteilen verwendet werden, z|. B. 

30 durch Aufbringen der Lotpunkte. Die herstellbare Troppchen- 
grSBe im ^um-Bereich und kleiner erlaubt es auch, sehr 
kleine Bauteile, wie sie in der Halbleitertechnologie 
Verwendung finden, abzudecken. Das Aufbringen von. metall- 
organischen Verbindungen ermSglicht auch in groBe'ren : 

35 Flachen, z. B. bei Lampen, Verspiegelungen herzustellen, 
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beispielsweise durch Zersetzung von Platingianz , einer 
metallorganischen Platinverbindung, durch Warme. 



5 Patentanspruche 
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